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Basisrichtlinie fur das Design von Leiterplatten

1 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Richtlinie legt die Basisanforderungen an das Design organischer Leiterplatten und weiterer Formen der Bauteil-
montage oder Bauteilverbindung, einschlielich PC-Card-Formfaktoren (PCMCIA), fest. Die organischen Materialien
konnen homogen oder verstérkt oder mit anorganischen Materialien verbunden sein. Die Verbindungsstrukturen kdnnen
einseitig, zweiseitig oder als Multilayer ausgefiihrt sein.

1.1 Zweck Die aufgefiihrten Anforderungen dienen der Festlegung von Designrichtlinien und Empfehlungen. Sie miissen
gemeinsam mit detaillierten Anforderungen spezieller Designrichtlinien fiir die jeweilige Verbindungsstruktur (siehe 1.2)
verwendet werden, um entsprechende Designs fiir die Bestiickung und Montage von Bauteilen zu erstellen. Diese Richtlinie
ist nicht als Leistungsspezifikation fiir fertige Leiterplatten oder als Abnahmedokument fiir elektronische Baugruppen zu
verwenden.

1.2 Rangfolge der Dokumente Diese Richtlinie legt die allgemeinen Designregeln fest. Sie wird ergénzt durch verschiedene
Richtlinien, die genauer auf spezielle Aspekte der Leiterplattentechnologie eingehen. Dazu zéhlen:

IPC-2222 Designrichtlinie fiir starre, organische Leiterplatten
IPC-2223 Designrichtlinie fiir flexible Leiterplatten

IPC-2225 Organic, MCM-L, printed board design

IPC-2226 High Density Interconnect (HDI) printed board design

Die Dokumente sind Teil einer Familie von Designunterlagen fiir Leiterplatten und werden als Serie [PC-2220
zusammengefasst. Die Nummer [PC-2220 dient nur Bestellzwecken und umfasst diese Richtlinie und die vier oben
aufgelisteten.

Hinweis: [PC-2224, eine Designrichtlinie fiir PC-Card-Formfaktoren, wurde vom IPC anulliert. Relevante Design-
Informationen fiir PC-Card-Formfaktoren wurden in diese Ausgabe der IPC-2221 sowie in [PC-2222 iibernommen.

1.3 Darstellung Alle MaBangaben und Toleranzen werden in dieser Richtlinie in (metrischen) SI Einheiten ausgedriickt.
In Klammern folgen daraus abgeleitet die Angaben im Imperial-MaBsystem (Inch). Die Anwender dieser Richtlinie sollten
das metrische System verwenden. Alle MaBangaben groB3er oder gleich 0,1 mm [0,0039 in] werden in Millimeter und Inch
angegeben. Alle Mallangaben kleiner 0,1 mm [0,0039 in] werden in Mikrometer und Mikroinch ausgedriickt.

1.3.1 MaBeinheiten [der englische Text wurde entnommen aus: National Institute of Standards and Technology — Metric
Information and Conversions]. Seit 1. Januar 2010 lédsst die EU-Richtlinie 80/181/EWG (Einheitenrichtlinie) nur noch die
Verwendung metrischer Einheiten zu und verbietet fiir die meisten Produkte, die in der Europdischen Union (EU) vertrieben
werden, die Verwendung jeglicher anderer MaBeinheiten. Die Einheitenrichtlinie schreibt die ausschlieBliche Verwendung der
metrischen Einheiten in allen Aspekten des Lebens in der Européischen Union verpflichtend vor. Das gilt auch fiir Bereiche
wie Produkt-Literatur und Werbung™.

Die meisten Bauteil-Datenblétter geben metrische Einheiten an. Zahlreiche Designer von Leiterplatten verbringen viel

Zeit damit, zwischen dem Imperial-MaBsystem (Inch) und den metrischen SI-Einheiten umzurechnen. Rundungsfehler,
entstanden aus der Umwandlung von Einheiten, konnen Ungenauigkeiten hervorrufen, die zu knappen Auslegungen oder
nicht funktionierenden Designs fiihren. Die Leiterplatten-Hersteller tendieren jedoch hiufig zu Einheiten des Imperial-
Systems. Leiterplatten-Designwerkzeuge (Electronic Computer Aided Design ECAD) bieten die Mdglichkeit, Bauteile aus
Bibliotheken mit metrischer oder Imperial-Basis gemeinsam auf der gleichen Leiterplatte zu platzieren, da die Prézision der
MaBangaben hoch genug ist, um die meisten Standard-Bauteile prizise zu beschreiben.

Probleme kénnen jedoch dann autkommen, wenn Informationen aus Fremdsoftware importiert werden oder wenn versucht
wird, wahrend des Layoutierens beide MaBisysteme zu vermischen. Wenn z. B. ein Teil des Leiterplattendesigns aus einer
importierten Datei im Drawing Exchange Format (.DXF) mit metrischen Einheiten besteht, die mit einem digitalen Schal-
tungsteil verbunden werden muss, der auf imperialen Einheiten basiert, konnen Probleme entstehen, wenn die Daten der
beiden Netze gemischt werden. Im Gegensatz zum Daten-Import aus Bibliotheken ist nicht sichergestellt, dass die Einheiten
beim Import von .DXF-Dateien ebenfalls konvertiert werden.






